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Kennzeichnung von Leiterplatten

Leiterplattenetiketten sind hochst bestandig bei extremen Temperaturen.

Etiketten fur Leiterplatten halten extremen Temperaturspit-
zen beim Léten stand und sichern die Nachverfolgung wah-
rend der Produktion. Sie sind zusatzlich Hitzequellen wie
HeiBluft, Infrarot und Dampf ausgesetzt. Die Leiterplatten-
Etiketten sind auBerst robust und bestandig bei Reini-
gungsverfahren mit heiBen und aggressiven Chemikalien
und Hochdruck- sowie Ultraschalltechnik, bei denen die
Reste des Lotflussmittels entfernt werden.

Sie kdnnen bei Bedarf auch direkt beim Kunden vor Ort mit
individuellen Daten nachbeschriftet werden. Die Etiketten
werden auf kundenspezifische Anforderungen und Anwen-
dungen abgestimmt und dienen haufig der Identifikation,
Ruckverfolgbarkeit, Steuerung und Verwaltung von Materi-
alien und Produkten mittels Codierung.

Merkmale der Leiterplattenkennzeichnung

— Hohe Bestandigkeit bei extremen Temperaturspitzen
und im Kontakt mit aggressiven Reinigungschemikalien

— Elektrostatisch ableitender Klebstoff

— Hohe Formstabilitadt und zuverlassige Lesbarkeit

— Individuelle Formstanzungen mdglich—-angepasst an die
Leiterplattenstruktur

— Farbige Etikettenfolien bieten zusatzliche Identifikati-
onsmoglichkeiten

— Hohe Abriebfestigkeit mit passenden Thermotransfer-
bandern fir den Thermotransferdruck

— Geeignet zur normenkonformen Kennzeichnung wie z.B.
UL/CSAetc.

— Sehr hohe Klebkraft der Etiketten auch auf schwierigen
Untergriinden wie z.B. raue Oberflachen

— Optimierung der Prozesse mittels Automatisierung des
Material- u. Produktflusses
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— Zusatzliche Sicherheitsfunktionen wie z.B. Sicherheits-

anstanzungen madglich

— Zahlreiche Spezialmaterialien von Avery, 3M, Flexcon

und Tesa ab Lager verfligbar

— Unbedruckte Etiketten in individuellen Formaten und

Sonderformen

— Geeignet fur die Verklebung um Ecken und Kanten

Funktionen & Vorteile der Leiterplattenetiketten

Etiketten fur die extrem hohen Temperaturen im Leiterplat-
tenbau bieten gréBtmagliche Flexibilitdt und werden indivi-
duell auf Kundenvorgaben abgestimmt. Dies geschieht
durch geeignete Spezialmaterialien flhrender Hersteller, in-
dividuellen Stanzformen und hochwertiger Klebstoffe.

Die Etiketten kénnen unmittelbar bei Bedarf in variablen
Stlickzahlen mit aktuellen Daten vor Ort nachbedruckt wer-
den, wodurch die Lagerhaltung und Verwaltung zahlreicher
Etiketten entfallen kann.

Die Etiketten haften sicher bei HeiBluft, Infrarot-Hitze und Dampf.

Zu beklebende Leiterplatten sind noch heiB, wenn die Eti-
ketten verklebt werden sollen, wofir speziell darauf abge-
stimmte Klebstoffe zur Verfligung stehen.

Unsere hochwertige und sorgfaltige Verarbeitung mit mo-
dernsten Stanztechnologien garantieren hdchste Prazision
und Zuverlassigkeit beim Einsatz der Etiketten. Selbst Eti-
ketten mit schwer zu verarbeitenden Klebstoffen kénnen
somit sehr gut maschinell weiterverarbeitet werden, wo-
durch die Effizienz der Anwender langfristig erhéht wird.
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Besonderheiten der Leiterplattenkennzeichnung

Etiketten flr Leiterplatten kbnnen Temperaturen bis +300°
C standhalten und haben einen elektrostatisch ableitenden
Klebstoff. Im Leiterplattenbau oder bei Schmelz- und L6t-
prozessen werden Temperaturen von bis zu 300° Celsius er-
reicht. Durch den Einsatz von speziellen Druckverfahren in
Kombination mit speziellen Klebstoffen kdnnen diese Eti-
ketten, je nach Anwendungsfall, extreme Temperaturen von
bis zu +300 °C standhalten.

Auch schwierig zu beklebende Untergriinde kénnen durch
unterschiedliche Auftragsgewichte spezieller Haftklebstof-
fe beklebt werden. Material-Verbunde, klebstofffreie Zonen
sowie partiell vorgedruckte Bereiche und Logos sind eben-
falls moglich.
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Beim Abziehen eines Etiketts vom Tragermaterial ist eine
elektrostatische Aufladung auf den Klebstoff mdglich. Bei
der Entladung entsteht ein kurzer elektrischer Strom, der
empfindliche elektronische Bauteile beschadigen kann. Eti-
ketten fur Leiterplatten werden unter Verwendung eines
elektrostatisch ableitenden Klebstoffes hergestellt. Durch
diesenist das Etikett beim Aufbringen nicht mehr geladen.

Technische Eigenschaften der Leiterplattenkenn-
zeichnung

Etiketten fur Leiterplatten sind temperaturbestandig, haben
permanente Klebstoffe und sind in diinnen und anschmieg-
samen Folienkombinationen erhéltlich.

— Temperaturbestandigkeit von bis zu +300° C

— Nachbeschriftbarim Thermotransferdruck

— Hochleistungsmaterialien aus Polyimidfolie, welche die
Anforderungen flr Leiterplatten erflllen (Printed Circuit
Boards —PCB) und fiir LED Lichtleisten
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— Permanente Klebstoffe mit sehr guten Klebekréaften far
hoch-und niederenergetische Untergriinde

— Diverse Tragermaterialien wie verdichtetes Kraftpapier in
unterschiedlichen Starken, transparenter Kunststoffliner,
doppelseitig silikonisiertes Kraftpapier und klimastabiles
Kraftpapier verfligbar

— Duinne, anschmiegsame und stabile Folienkombinatio-
nen erhaltlich

Zertifizierungen fiir Leiterplatten-Kennzeichnung

Fur Etiketten auf Leiterplatten sind insbesondere die Auto-
mobil-Normen und Verordnungen von Bedeutung. Ebenso
mussen Etiketten fUr Leiterplatten fir den amerikanischen
Markt UL-zertifiziert sein. Robos-labels verfugt als Herstel-
ler Uber ein breites Sortiment bereits zugelassener und zer-
tifizierter Etiketten-Losungen. Werden zuséatzliche kunden-
spezifische Zulassungen bendtigt, ibernehmen wir auf
Wunsch das Prif- und Zertifizierungsverfahren.

Zusatzlich decken wir PPF Bemusterungen (Produktions-
prozess und Produktfreigabe) nach Vorgabe des Verbands
der Automobilindustrie (VDA) sowie das amerikanische Ge-
genstlck, eine PPAP Bemusterung (Production Part Appro-
val Process) der AIAG (Automotive Industry Action Group)
ab.

— UL 969 -Marking and Labeling Systems
Der wichtigste Standard flir dauerhafte Etiketten auf
elektrischen und elektronischen Produkten. Bewertet
Material, Klebstoff und Druck hinsichtlich Haltbarkeit.

— UL Recognized Component (z.B. PGJI2/PGDQ2)
Kennzeichnet, dass das verwendete Etikettenmaterial
Bestandteil eines von UL anerkannten Materialsystems
ist.

— RoHS (2011/65/EU inkI.Anderungsrichtlinien)
Beschrankt gefahrliche Stoffe in Elektro- und Elektronik-
geraten. Auch Kennzeichnungsmaterialien missen die
Anforderungen erflllen.

— REACH-Verordnung (EG 1907/2006)
Regelt den Einsatz besonders besorgniserregender
Stoffe (SVHC) in Materialien und Produkten.

— IPC-1782 -Traceability Standard
Definiert Anforderungen an die Rickverfolgbarkeit elek-
tronischer Baugruppen und Komponenten. Etiketten mit
Barcode oder Data Matrix sind ein zentraler Bestandteil
der Umsetzung.
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